


















专利名称(译) 一种OLED封装结构及其制作方法、显示器件

公开(公告)号 CN105470409A 公开(公告)日 2016-04-06

申请号 CN201610003612.5 申请日 2016-01-04

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
合肥京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
合肥京东方光电科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
合肥京东方光电科技有限公司

[标]发明人 李瑞
段献学

发明人 李瑞
段献学

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/529 H01L51/0003 H01L51/5253 H01L51/5237 H01L27/32 H01L51/56

代理人(译) 许静
黄灿

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明涉及封装技术领域，公开了一种OLED封装结构及其制作方法、显
示器件。所述OLED封装结构包括覆盖OLED的封装层，所述封装层包括
散热层，用于对OLED进行散热，防止温度过高损伤OLED，提高显示器
件的品质。
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